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目前

，

公司的无线数传类芯片主要包括应用于电子设备连接的

２．４Ｇ ／ ５．８Ｇ

通用无线芯片

、

应用于智能交通中不停车电子收费系统的国标

ＥＴＣ

芯片

、

应用

于小型无人机的飞控芯片和应用于智能

ＰＯＳ

机的低功耗蓝牙芯片等

。

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

公司无线数传类芯片销售收入分别为

２４

，

６３８．９２

万元

、

２４

，

３９５．９７

万元和

２２

，

２３５．５１

万元

。

２０１７

年无线数传类各类产品销售收入

较

２０１６

年保持稳定

，

同时新增了

Ｗｉ－Ｆｉ

智能控制芯片产品的销售

。

２０１８

年无线

数传类芯片收入较

２０１７

年下降

２

，

１６０．４６

万元

，

主要系蓝牙数传和通用无线产

品销售有所减少

。

蓝牙数传和通用无线产品的销售降低

，

主要因为手机自拍遥

控杆的市场热度有所降低

，

以及之前销售用于功能型手机的数传芯片需求减

少

。

在上述领域

，

公司已通过产品升级换代导入智能电视和智能支付市场

，

并

近期成功开拓了夏普等客户

，

以应对市场变化

。

（

２

）

无线音频类产品

公司无线音频类产品主要应用于无线耳机

、

对讲机

、

收音机

、

无线麦克风

、

家用音响设备等无线多媒体设备

，

其中无线耳机是无线音频产品中最流行的

产品代表

，

配备了公司研发的蓝牙音频芯片

，

有助于穿戴者在聆听音乐

、

提升

音质

、

丰富音乐选择的同时降低功耗

。

同时

，

家用音响占据无线音频市场最大应用份额

，

其市场增长主要受益于

家用音响设备技术的持续创新

。

随着家庭可支配收入的增加

，

消费者对高性能

家庭影院的需求日益增长

。

随着公司无线音频技术的发展

，

更可靠的连接性

、

更智能化的操作模式将成为公司无线音频产品的核心竞争力

。

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

无线音频类芯片销售收入分别为

２７

，

７２３．３５

万

元

、

３２

，

１３６．１８

万元和

３２

，

３７６．５０

万元

。

２０１７

年较

２０１６

年收入增长了

４

，

４１２．８３

万

元

，

同比增长率为

１５．９２％

，

保持了稳定增长

。

２０１８

年公司无线音频芯片产品收

入较

２０１７

年保持稳定

。

２

、

主营业务收入地区分布

单位

：

万元

地区

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

收入 占比 收入 占比 收入 占比

大陆

９

，

３５３．５７ １７．１３％ ３０

，

４３１．９０ ５３．８３％ ２３

，

１７５．０３ ４４．２６％

台湾

２

，

１３５．８４ ３．９１％ ２

，

４６５．５１ ４．３６％ １

，

４８２．６６ ２．８３％

香港

４３

，

０２８．１６ ７８．７９％ ２３

，

６１５．６０ ４１．７７％ ２７

，

６９０．８９ ５２．８８％

其他

９４．４４ ０．１７％ １９．１４ ０．０３％ １３．７０ ０．０３％

小计

５４

，

６１２．０１ １００．００％ ５６

，

５３２．１５ １００．００％ ５２

，

３６２．２８ １００．００％

自成立以来

，

公司经过多年的发展

，

在行业内建立了较为良好的口碑

，

积

累了较为丰富的客户资源

，

在大陆及港台地区均有分布

。

公司根据业务安排在

境内外销售集成电路芯片产品

，

公司产品主要应用于电子类终端产品

，

最终客

户包括金溢科技

、

大疆创新等电子产品制造商

，

最终客户的地区分布主要以深

圳

、

香港

、

广州

、

东莞

、

厦门等电子产品制造业相对集中的区域

。

公司的销售范围主要包括大陆

、

香港及台湾等地区

。

其中

，

公司的香港地

区销售收入占比较高

。

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

公司在香港地区的销售收入

占比分别为

５２．８８％

、

４１．７７％

和

７８．７９％

。

２０１８

年公司境外收入占比较高

，

主要系

公司自

２０１７

年开始

，

产品工艺升级换代

，

从早期

１１０ｎｍ ８

英寸晶圆工艺升级到

更先进的

５５ｎｍ １２

英寸晶圆工艺

，

从而增加了向台湾联华电子等境外更具技

术实力的晶圆供应商的采购

，

因物流便利性及客户需求因素

，

在境外销售的比

例有所提升

。

公司境外销售的客户主要为芯中芯

、

博芯等经销商的境外

（

香港

）

采购主体

，

公司主要客户未发生重大变化

。

公司部分产品不直接向境内客户交货的原因包括

：

（

１

）

供应商方面

：

公司部分产品由于生产工艺等要求

，

会在境外向台湾联

华电子采购晶圆

，

委托境外的台湾全智

、

台湾久元等供应商进行封装测试

。

待

产品于境外完成封测后直接由香港公司在境外进行销售

。

（

２

）

客户方面

：

由于香港是传统的国际电子产品集散地

，

物流贸易等较为

发达

，

下游经销商通常选择在香港设立采购平台

，

以采购芯片

。

同时香港地区

采用美元进行交易

，

方便经销商将产品直接销售给终端厂商

，

因此根据公司部

分客户要求

，

公司直接在香港交货

。

３

、

营业收入季节性波动

报告期内

，

公司营业收入随季节变动情况如下

：

单位

：

万元

季度

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比

第一季度

１１

，

７８８．８８ ２１．５９％ １１

，

２７９．９２ １９．９５％ ７

，

４７１．６８ １４．２７％

第二季度

１２

，

４５３．２６ ２２．８０％ １２

，

１９５．５１ ２１．５７％ １２

，

３１７．４４ ２３．５２％

第三季度

１２

，

１８３．４３ ２２．３１％ １５

，

０９３．２５ ２６．７０％ １５

，

７５８．１９ ３０．０９％

第四季度

１８

，

１８６．４４ ３３．３０％ １７

，

９６３．４７ ３１．７８％ １６

，

８１４．９７ ３２．１１％

合计

５４

，

６１２．０１ １００．００％ ５６

，

５３２．１５ １００．００％ ５２

，

３６２．２８ １００．００％

公司的主营业务存在一定的季节性波动

，

主要与集成电路行业销售和下

游终端产品的市场需求相关

，

国庆

、“

双

１１

”、

春节期间电子产品需求旺盛

，

下游

客户通常提前备货准备生产

，

导致芯片等原材料需求旺盛

。

春节过后

，

终端产

品销量往往出现回落

，

从而导致上半年行业需求较下半年相对薄弱

。

因此

，

公

司每年一季度的营业收入一般会低于全年各季度的平均水平

。

４

、

营业收入的销售模式构成

报告期内

，

公司营业收入按销售模式列示如下

：

单位

：

万元

地区

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

收入 收入 收入 占比 收入 占比

经销

５０

，

８９４．２８ ９３．１９％ ５１

，

２３２．４９ ９０．６３％ ４８

，

６６１．３３ ９２．９３％

直销

３

，

７１７．７３ ６．８１％ ５

，

２９９．６６ ９．３７％ ３

，

７００．９５ ７．０７％

总计

５４

，

６１２．０１ １００．００％ ５６

，

５３２．１５ １００．００％ ５２

，

３６２．２８ １００．００％

由于集成电路设计行业特点

，

公司专注于产品的研发和设计

，

在销售端采

取

“

经销为主

、

直销为辅

”

的销售模式

，

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

公司经销收入

占比分别为

９２．９３％

、

９０．６３％

和

９３．１９％

。

主要原因系公司产品众多

，

用途广泛

，

终

端用户分散

，

售后维护以及市场拓展成本相对较高

，

通过经销商模式可以有效

的发挥公司及经销商在各自领域的专长

，

实现效率最大化

。

由于终端客户需求

在数量及品类上差异较大

，

经销商可以有效的进行统一收集

，

进行规模化管

理

，

方便集中生产

。

此外

，

经销商通过与终端客户的长期合作

，

并提供芯片应用

方案

，

对客户的需求进行判断

，

可以帮助公司更好的进行产品的研发和方案的

设计

，

提升核心竞争力

。

（

九

）

营业成本分析

１

、

营业成本构成

报告期内

，

公司营业成本构成情况如下

：

单位

：

万元

产品应用类别

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

成本 占比 成本 占比 成本 占比

无线数传类

１３

，

３１７．９８ ４０．１８％ １４

，

２３６．９１ ３８．１７％ １３

，

４２０．８８ ４０．３４％

５．８Ｇ

产品

３

，

６５２．１０ １１．０２％ ２

，

３９８．６５ ６．４３％ ２

，

２３２．１２ ６．７１％

Ｗｉ－Ｆｉ

产品

５５３．９４ １．６７％ ５６９．０２ １．５３％ － －

蓝牙数传

３

，

３２９．９１ １０．０５％ ３

，

８００．０２ １０．１９％ ４

，

６９３．５８ １４．１１％

通用无线

５

，

７８２．０３ １７．４４％ ７

，

４６９．２２ ２０．０３％ ６

，

４９５．１９ １９．５３％

无线音频类

１９

，

８２８．７９ ５９．８３％ ２３

，

０５８．０８ ６１．８３％ １９

，

８４４．８４ ５９．６６％

对讲机

２

，

１２３．０６ ６．４１％ ２

，

８０１．０６ ７．５１％ ２

，

０６１．１８ ６．２０％

广播收发

１

，

２７３．６８ ３．８４％ １

，

９１９．７６ ５．１５％ ２

，

０２３．６２ ６．０８％

蓝牙音频

１４

，

９７４．８４ ４５．１８％ １７

，

４１４．０３ ４６．６９％ １５

，

３６８．１９ ４６．２０％

无线麦克风

１

，

４５７．２１ ４．４０％ ９２３．２３ ２．４８％ ３９１．８５ １．１８％

总计

３３

，

１４６．７７ １００．００％ ３７

，

２９４．９９ １００．００％ ３３

，

２６５．７２ １００．００％

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

从产品类别来看

，

无线数传类芯片的营业成本

占同期营业成本的比例分别为

４０．３４％

、

３８．１７％

和

４０．１８％

，

无线音频类芯片的营

业成本占同期营业成本的比例分别为

５９．６６％

、

６１．８３％

和

５９．８３％

，

两类产品的营

业成本与营业收入的波动趋势均相匹配

。

２

、

营业成本分类别构成

公司的生产采用

“

Ｆａｂｌｅｓｓ

”

模式

，

即公司只需要组织研发团队进行芯片设

计

，

无需购置昂贵的生产厂房和设备

。

由此

，

公司营业成本主要包括晶圆成本

和封装测试成本两部分

。

其中

，

晶圆成本包括原材料的购买及晶圆的初步加工

制造

，

封装测试主要包括对制造好的晶圆进行封装及质量测试

，

以保障产品质

量

。

报告期内

，

晶圆成本为公司成本的主要组成部分

。

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

公司的主营业务成本构成情况如下

：

单位

：

万元

项目

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

金额 金额 金额 比例 金额 比例

晶圆

２３

，

６５１．２０ ７１．３５％ ２６

，

８７３．１０ ７２．０６％ ２３

，

９２２．４８ ７１．９１％

封装测试

９

，

４９５．５７ ２８．６５％ １０

，

４２１．８９ ２７．９４％ ９

，

３４３．２５ ２８．０９％

合计

３３

，

１４６．７７ １００．００％ ３７

，

２９４．９９ １００．００％ ３３

，

２６５．７２ １００．００％

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

公司营业成本结构较为稳定

。

（

十

）

毛利及毛利率分析

１

、

毛利构成分析

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

公司毛利构成情况如下

：

单位

：

万元

产品应用类别

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率

无线数传类

８

，

９１７．５３ ４０．１０％ １０

，

１５９．０６ ４１．６４％ １１

，

２１８．０４ ４５．５３％

５．８Ｇ

产品

３

，

９６９．１３ ５２．０８％ ４

，

３０３．３３ ６４．２１％ ５

，

３０７．２４ ７０．３９％

Ｗｉ－Ｆｉ

产品

４０１．５９ ４２．０３％ ４１１．５８ ４１．９７％ － －

蓝牙数传

１

，

６１２．８９ ３２．６３％ １

，

８２２．００ ３２．４１％ １

，

７９６．９３ ２７．６９％

通用无线

２

，

９３３．９２ ３３．６６％ ３

，

６２２．１５ ３２．６６％ ４

，

１１３．８６ ３８．７８％

无线音频类

１２

，

５４７．７１ ３８．７６％ ９

，

０７８．１０ ２８．２５％ ７

，

８７８．５１ ２８．４２％

对讲机

３

，

０１１．４８ ５８．６５％ ３

，

６４１．６３ ５６．５２％ ２

，

８１０．０２ ５７．６９％

广播收发

５５７．８６ ３０．４６％ ７６４．７６ ２８．４９％ ７６５．５６ ２７．４５％

蓝牙音频

７

，

１８８．９０ ３２．４４％ ３

，

０６４．７５ １４．９７％ ３

，

４６１．１５ １８．３８％

无线麦克风

１

，

７８９．４７ ５５．１２％ １

，

６０６．９７ ６３．５１％ ８４１．７９ ６８．２４％

总计

２１

，

４６５．２４ ３９．３０％ １９

，

２３７．１６ ３４．０３％ １９

，

０９６．５６ ３６．４７％

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

公司的毛利率分别为

３６．４７％

、

３４．０３％

和

３９．３０％

，

２０１７

年公司的毛利率水平较

２０１６

年度有所下滑

，

主要原因系随着各类产品更

新换代

，

公司产品结构改变及无线音频类产品毛利下降所致

。

２０１８

年公司毛利

率上升

，

主要系蓝牙音频产品毛利率的上升

，

公司从

２０１７

年四季度开始

，

通过

持续研发和工艺升级

，

产品工艺提升至

５５

纳米工艺

，

芯片面积显著减少

，

从而

降低了单位蓝牙音频芯片产品的生产成本

，

使得毛利率有所提升

。

目前公司已

积极开展

２８

纳米工艺的研发

，

以进一步提升盈利能力

。

从产品结构来看

，

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

公司无线音频类产品收入

占比提升

，

从

２０１６

年的

５２．９５％

增长至

２０１８

年的

５９．２７％

，

无线数传类产品占比

相应下降

；

２０１６

年至

２０１７

年

，

由于蓝牙音频类市场竞争较为激烈

，

公司蓝牙

音频类产品毛利率较其他类产品略低

，

导致公司整体毛利率水平下降

。

２０１８

年

，

公司成功推出新的高毛利率蓝牙音频系列产品后

，

综合毛利率水平得到

改善

。

从分产品毛利率水平来看

，

２０１６

年

、

２０１７

年和

２０１８

年

，

公司无线数传类产

品毛利率分别为

４５．５３％

、

４１．６４％

和

４０．１０％

，

毛利率水平略有下滑

，

主要系产品

更新换代

，

成熟产品的毛利率下降所致

；

公司无线音频类产品毛利率分别为

２８．４２％

、

２８．２５％

和

３８．７６％

，

２０１６

年至

２０１７

年毛利率水平有所下降

，

主要原因系

蓝牙芯片市场竞争的加剧

，

公司采取基于主要竞争对手价格进行定价的定价

机制所致

。

２０１８

年

，

无线音频类产品毛利率有所提升

，

主要系公司蓝牙音频系

列产品销量较大

，

同时公司通过持续研发和工艺升级

，

改善了该产品的毛利率

水平

，

导致整体无线音频类产品毛利率有所上升

。

集成电路行业的特点是随着产品的普及和市场竞争的加剧

，

其产品售价

和毛利率将呈现下降趋势

，

但公司对于新产品的开发及产品的更新换代

，

可以

使得较高的毛利率得以维持

；

公司对产品在毛利率较高应用领域的市场开拓

，

也有助于公司毛利率保持在较高水平

。

公司目前正在积极拓展

Ｗｉ－Ｆｉ

数传芯片市场

，

随着物联网的发展和普及

，

以无线智能终端需求出发而设计的

Ｗｉ－Ｆｉ

数传芯片将有广泛的应用场景

，

包

括航拍

、

智能家居

、

ＤＶ

数码摄像

、

电视和工业控制等领域

。

同时

，

公司的募集资

金投资项目包括智能端口产品和卫星定位产品

。

由于上述产品目前还处于成

长期

，

产品技术门槛较高

，

因而毛利率较高

。

２

、

同行业可比上市公司毛利率比较

报告期内

，

同行业可比上市公司毛利率情况如下表

：

项目

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

中颖电子

２０．８８％ ４３．０５％ ４４．２０％

全志科技

３２．４７％ ３９．１２％ ４１．４０％

圣邦股份

４５．７６％ ４３．４３％ ４０．２４％

兆易创新

３８．４１％ ３９．１６％ ２６．７２％

韦尔股份

２６．５８％ ２０．５４％ ２０．１２％

平均毛利率

３２．８２％ ３７．０６％ ３４．５４％

本公司

３９．３０％ ３４．０３％ ３６．４７％

注

：

可比公司尚未披露年报

，

同行业可比上市

２０１８

年数据为

２０１８

年

１－９

月

数据

，

本公司

２０１８

年毛利率为

２０１８

年全年数据

。

公司作为国内领先的无线通讯集成电路芯片设计公司

，

技术水平较

高

，

终端使用领域较广

，

毛利率保持较高水平

。

同行业公司中

，

除兆易创新

２０１７

年开始毛利率大幅上升外

，

整体毛利率较为稳定

。

报告期内公司毛利

率与同行业公司相比存在一定波动

，

主要是受公司蓝牙音频产品毛利率波

动影响

。

２０１６

年及

２０１７

年

，

公司蓝牙音频产品销售收入及收入占比持续扩大

，

但因

市场供求关系导致晶圆制造厂采购成本提高

、

同时蓝牙音频市场竞争激烈等

影响

，

导致蓝牙音频产品毛利率水平有所下滑

，

导致公司综合毛利率在

２０１６

年

及

２０１７

年持续下滑

。

２０１８

年

，

公司通过提高产品性能改善生产工艺等手段

，

大

幅降低了蓝牙音频产品的生产成本

，

使得蓝牙音频产品毛利率上升

，

公司

２０１８

年整体毛利率上升

。

（

十一

）

经营活动产生的现金流量

２０１６

年度

、

２０１７

年度及

２０１８

年度

，

公司销售商品

、

提供劳务收到的现金金额

分别为

５３

，

７６５．３０

万元

、

５３

，

３４９．９２

万元和

５８

，

０７８．３１

万元

，

占营业收入的比例分别

为

１０２．６８％

、

９４．３７％

和

１０６．３５％

，

销售商品

、

提供劳务收到的现金与营业收入较为

匹配

，

收款情况良好

。

公司经营活动产生的现金流量净额分别为

６

，

０４６．４４

万元

、

５

，

３７６．３９

万元和

８

，

４３９．５３

万元

。

报告期内

，

公司经营活动产生的现金流量情况如下

：

单位

：

万元

项目

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

销售商品

、

提供劳务收到的现金

５８

，

０７８．３１ ５３

，

３４９．９２ ５３

，

７６５．３０

营业收入

５４

，

６１２．０１ ５６

，

５３２．１５ ５２

，

３６２．２８

销售商品占营业收入比例

１０６．３５％ ９４．３７％ １０２．６８％

购买商品

、

接受劳务支付的现金

４０

，

４４４．８２ ３８

，

９１７．３５ ３７

，

４７６．５７

营业成本

３３

，

１４６．７８ ３７

，

２９４．９９ ３３

，

２６５．７２

购买商品占营业成本比例

１２２．０２％ １０４．３５％ １１２．６６％

经营活动产生的现金流量净额

８

，

４３９．５３ ５

，

３７６．３９ ６

，

０４６．４４

净利润

１２

，

３９１．１７ ８

，

７４２．７３ １０

，

４１２．１０

２０１６

年度

、

２０１７

年度及

２０１８

年度

，

公司经营性现金流净额分别为

６

，

０４６．４４

万元

、

５

，

３７６．３９

万元及

８

，

４３９．５３

万元

，

与净利润规模有所差异

，

主要原因系存货

水平变化及应收款项

、

应付款项增减所致

。

报告期内

，

经营活动产生的现金流量净额具体形成情况如下

：

单位

：

万元

项目

２０１８

年度

２０１７

年度

２０１６

年度

净利润

１２

，

３９１．１７ ８

，

７４２．７３ １０

，

４１２．１０

加

：

资产减值准备

６２８．８６ ０．３７ －２４．４９

固定资产等折旧

４２４．４５ ４１６．０９ ４３１．０３

无形资产摊销

４５７．４７ ７３４．９８ ６４４．６１

处置固定资产

、

无形资产和其他长期资产的损

失

（

收益以

“

－

”

号填列

）

－ － －

财务费用

（

收益以

“

－

”

号填列

）

－１

，

２２３．０８ ７１６．７９ －１

，

０４６．９８

投资损失

（

收益以

“

－

”

号填列

）

－９９．７５ －５．８３ －２３３．８０

递延所得税资产减少

（

增加以

“

－

”

号填列

）

－１７．６４ －１７．０９ ２４．２７

存货的减少

（

增加以

“

－

”

号填列

）

－９

，

１３８．９４ ７

，

０８０．６１ －８

，

５１７．７８

经营性应收项目的减少

（

增加以

“

－

”

号填列

）

２

，

０４６．９８ －５

，

８９４．７９ －１

，

８０６．２２

经营性应付项目的增加

（

减少以

“

－

”

号填列

）

２

，

９７０．０２ －６

，

３９７．４７ ５

，

２４５．８４

其他

－ － ９１７．８６

经营活动产生的现金流量净额

８

，

４３９．５３ ５

，

３７６．３９ ６

，

０４６．４４

（

十二

）

投资活动产生的现金流量

报告期内

，

公司投资活动产生的现金流量净额分别为

８

，

３９０．４９

万元

、

２０６．０３

万元和

－２

，

４２１．０１

万元

。

２０１６

年度公司投资活动产生的现金流量净额为

８

，

３９０．４９

万元

，

主要系公

司理财产品到期收回投资收到

１２

，

１３８．００

万元

；

而购买银行理财产品仅支付现

金

３

，

４５０．００

万元

。

２０１７

年度公司投资活动产生的现金流量净额为

２０６．０３

万元

，

金额较少

。

２０１８

年公司投资活动产生的现金流量净额为

－２

，

４２１．０１

万元

，

主要系公司

当期增加了

２

，

１００．００

万元理财产品所致

。

（

十三

）

筹资活动产生的现金流量

报告期内

，

公司筹资活动产生的现金流量净额分别为

４１６．９１

万元

、

－１７

，

３８４．０９

万元和

０

元

。

２０１６

年度公司筹资活动产生的现金流量净额为

４１６．９１

万元

，

主要系公司

２０１６

年对境外员工持股平台的员工股份进行了还原

，

安析亚

、

英涤安

、

帕溪菲

，

公司境外原股东徐伯雄

、

王加刚认购新增注册资本

４１６．９１

万元

。

２０１７

年公司筹资活动产生的现金流量净额为

－１７

，

３８４．０９

万元

，

主要系公

司支付了分红而形成的应付股利

。

（

十四

）

公司股利分配政策

本次发行后

，

本公司将根据

《

公司法

》、《

公司章程

》

进行股利分配

。

１

、

利润分配原则

公司将在符合国家相关法律法规的前提下

，

重视对投资者的合理投资回

报

，

不损害投资者的合法权益

；

保持利润分配政策的连续性和稳定性

，

同时

兼顾公司的长远和可持续发展

；

优先采用现金分红的利润分配方式

；

充分听取

和考虑中小股东的要求

；

充分考虑货币政策环境

。

２

、

利润分配的计划

（

１

）

利润的分配形式

：

公司采取现金或者现金

、

股票相结合的方式分配股

利

。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围

，

不得损害公司持续经营能力

。

在有条件的情况下

，

公司可以进行中期现金分红

；

（

２

）

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点

、

发展阶段

、

自身经营模

式

、

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素

；

区分下列情形

，

并按照公

司章程规定的程序

，

提出具体现金分红政策

：

１

）

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的

，

进行利润分配时

，

现

金分红在本次利润分配中所占公司的资质或许可比例最低应达到

８０％

；

２

）

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的

，

进行利润分配时

，

现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

４０％

；

３

）

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的

，

进行利润分配时

，

现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

２０％

；

其中重大资金支出安排是指公司一年内购买资产以及对外投资等交易涉

及的资产总额占公司最近一期经审计总资产

３０％

以上

（

含

３０％

）

的事项

，

公司重

大资金支出安排须经董事会审议后

，

提交股东大会表决通过

。

（

３

）

公司在经营情况良好

，

并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体

股东整体利益时

，

可以在满足上述现金分红的条件下

，

提出股票股利分配预

案

，

并提交股东大会审议

。

３

、

规划的制定周期

公司拟以每三年为一个周期

，

根据公司章程规定的利润分配政策及公司

经营的实际情况

，

结合股东

（

尤其是中小股东

）

和独立董事的意见

，

制定股东

分红回报规划

，

经公司董事会审议通过后提交股东大会审批

。

第四节 募集资金运用

经本公司

２０１７

年第一次临时股东大会审议通过

，

公司决定申请首次公开

发行

３

，

４６７．８３８４

万股人民币普通股

（

Ａ

股

）。

本次首次公开发行股票所募集的资

金扣除发行费用后

，

将投资于以下项目

，

具体情况如下

：

序

号

项目名称

项目投资

总额

（

万元

）

使用募集资

金投入金额

（

万元

）

审批文号

１

标准协议无线互联产品技术升级项目

１２

，

２５８．５３ １０

，

８９９．９７ ２０１７－３１００００－６５－０３－００７２２０

２

国标

ＥＴＣ

产品技术升级项目

９

，

７９７．９３ ８

，

７１１．０８ ２０１７－３１００００－６５－０３－００７２３３

３

卫星定位产品研发及产业化项目

４

，

８９８．１２ ４

，

８９８．１２ ２０１７－３１００００－６５－０３－００７２３２

４

智能家居入口产品研发及产业化项目

１２

，

７１９．８６ １１

，

３６１．３０ ２０１７－３１００００－６５－０３－００７２３１

５

研发中心建设项目

２７

，

４２６．０３ ２４

，

４３７．１９ ２０１７－３１００００－６５－０３－００７２３５

合计

６７

，

１００．４７ ６０

，

３０７．６５ －

第五节 风险因素和其他重要事项

一

、

市场及政策风险

（

一

）

行业竞争加剧的风险

公司的市场竞争风险主要来自于部分具有资金及技术优势的国外知名企

业

，

以及与公司部分产品重合的国内芯片设计公司

。

公司坚持以市场为导向

，

进行新产品开发

，

能够准确把握

ＩＣ

行业的技术特

点及发展趋势

，

相比其他厂商具有集成度高

、

性价比高等优势

，

同时公司产品

种类齐全

，

更适合下游应用领域厂商根据自身需要进行选择

。

但以高通

、

联发

科等为代表的国际著名芯片设计商在资产规模及抗风险能力上相比公司具有

显著优势

，

在部分领域公司面临国际厂商的竞争风险

。

同时

，

目前国内

ＩＣ

设计

行业发展迅速

，

参与数量较多

，

公司部分产品面临国内厂商的冲击

，

市场竞争

日趋激烈

。

虽然公司凭借领先的技术实力

、

优秀的产品声誉

，

在公司产品细分

市场中占有较大的市场份额

，

但如果公司竞争对手投入更多的资源推广及销

售其产品

，

或采取更激进的定价策略

，

可能导致公司市场份额的降低

，

从而对

公司盈利能力产生一定的不利影响

。

（

二

）

税收优惠政策变化风险

根据财政部

、

税务总局

、

发展改革委

、

工业和信息化部联合发布了

《

关于软

件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知

》（

财税

〔

２０１６

〕

４９

号

）

文件以及

《

财政部

、

国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发

展企业所得税政策的通知

》（

财税

〔

２０１２

〕

２７

号

），

公司符合国家规划布局内重点

集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件

，

并于

２０１７

年

４

月

２８

日获得上

海市浦东新区国家税务局第六税务所

（

沪国税浦六通

【

２０１７

】

３１１２

号

）、

上海市

浦东新区地方税务局第六税务所沪地税浦六通

【

２０１７

】

１７９２

号

）

税务事项通知

书

，

公司

２０１６

年所得税税率按

１０％

执行

。

２０１８

年

４

月

２０

日

，

公司取得上海浦东新

区国家税务局备案的

《

企业所得税优惠事项办理表

》，

公司

２０１７

年

１

月

１

日至

２０１７

年

１２

月

３１

日符合国家规划布局内集成电路设计企业减按

１０％

的税率征收

企业所得税

。

２０１９

年

１

月

１５

日

，

公司取得了上海浦东新区国家税务局第二十六

税务所出具的

《

关于重点集成电路设计企业减按

１０％

征收企业所得税情况说

明

》，

公司

２０１８

年

１

月

１

日至

２０１８

年

１２

月

３１

日符合国家规划布局内集成电路设计

企业减按

１０％

的税率征收企业所得税

。

如果未来博通集成所享受的税收优惠

政策发生较大的变化

，

将对公司的持续盈利能力带来一定的不利影响

。

二

、

经营风险

（

一

）

业绩波动风险

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售

。

报告期内

，

公司

实现销售收入

５２

，

３６２．２８

万元

、

５６

，

５３２．１５

万元和

５４

，

６１２．０１

万元

，

营业收入保持

较高水平

；

实现净利润

１０

，

４１２．１０

万元

、

８

，

７４２．７３

万元和

１２

，

３９１．１７

万元

，

其中

２０１７

年因汇率波动导致净利润相比

２０１６

年有所下滑

。

未来

，

公司受到来自宏观

经济

、

行业发展

、

自身经营等不确定因素的影响

，

面临经营业绩波动的风险

。

（

二

）

人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业

，

对技术人员的依赖度较高

。

凭借公司

研发团队多年来的持续努力钻研

，

公司技术人员的自主开发能力不断增强

。

公

司针对优秀人才实施了多项激励措施

，

对稳定公司核心技术团队起到了积极

作用

。

但同行业竞争对手仍可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才

，

或公司

如受其他因素影响导致公司技术人才流失

，

将对公司新产品的研发以及技术

能力的储备造成影响

，

进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响

。

（

三

）

技术保密风险

通过持续技术创新

，

报告期末公司在中国大陆和美国已获授权的专利

３３

项和

５３

项

，

集成电路布图设计

７１

项

，

公司在我国无线射频芯片设计行业中技术

处于领先水平

。

自成立以来

，

公司十分重视对核心技术的保密

，

及时将研发成

果申请专利

，

并制定了严格完善的内控制度

，

保障核心技术的保密性

。

但如果

由于核心技术人员流动

、

技术泄密

，

或专利保护措施不力等原因

，

导致公司核

心技术流失

，

将在一定程度上削弱公司的技术优势

，

对公司的竞争力产生不利

影响

。

（

四

）

供应商整合风险

公司采用

Ｆａｂｌｅｓｓ

运营模式

，

即专注于

ＩＣ

设计

，

而将芯片制造

、

封装测试委

托专业厂商进行的模式

。

该模式符合

ＩＣ

产业垂直分工的特点

，

有利于公司提高

ＩＣ

设计水平

、

降低产品生产成本

，

提高公司的资金使用效益

，

扩大公司市场份

额

。

在公司日常经营中

，

晶圆以及封装测试作为公司产品成本的主要构成部

分

，

其生产加工对技术及资金规模的要求极高

，

导致符合公司生产质量要求的

供应商有限

，

公司的晶圆代工厂以及封装测试供应商较为集中

。

为保证公司产

品供应环节的稳定

，

公司已与中芯国际

、

华虹宏力

、

台湾联华电子等多家有实

力的晶圆代工厂

，

以及通富微电子

、

长电科技等封装测试厂建立长期稳定的合

作关系

。

但在

ＩＣ

生产旺季

，

可能存在晶圆代工厂和封装测试厂产能紧张

，

不能

保证公司需求及时供应的风险

。

此外

，

晶圆价格以及封测厂商加工收费的变动

对公司业绩有一定影响

，

未来若晶圆代工和封装

、

测试费用的价格出现上涨

，

将对公司的经营业绩造成一定的不利影响

。

（

五

）

产品研发风险

集成电路产业发展日新月异

，

技术及产品迭代速度较快

。

芯片设计公司需

要不断地进行创新

，

同时对市场进行精确的把握与判断

，

不断推出适应市场需

求的新技术

、

新产品

，

巩固公司的竞争优势和市场地位

。

报告期内

，

公司研发费

用分别为

６

，

４８８．６９

万元

、

６

，

９０９．９８

万元和

７

，

７６８．１３

万元

，

占营业收入的比例为

１２．３９％

、

１２．２２％

和

１４．２２％

，

占比较高

。

公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面

：（

１

）

由于新产品的研发周

期较长

，

在产品规划阶段

，

存在对市场需求判断失误的风险

；（

２

）

由于公司产品

技术含量较高

，

导致公司研发项目可能无法实现或周期延长

；（

３

）

在新产品上

市销售阶段

，

存在因产品方案不够成熟等引起的市场开拓风险

，

这种风险可能

导致产品销售迟滞

，

无法有效的回收成本

，

影响公司的后续开发

。

公司制定了完善的技术研发管理流程和可行性评估制度

，

所有研发项目

的启动都必须经过前期市场调查

、

分析和收益评估

，

进行严格的审核程序后方

可实施

。

但由于下游行业的新市场格局变动较大

，

而公司对新技术新产品的预

期又往往着眼于未来两到三年乃至更长期的市场目标

，

因此对未来市场的准

确预测存在一定的局限性

。

如果公司对相关技术和市场发展趋势判断失误

，

或

新技术的市场接受度未及预期

，

将让公司面临收益无法达到预期的风险

。

（

六

）

控制权变动风险

本次发行前

，

公司实际控制人

Ｐｅｎｇｆｅｉ Ｚｈａｎｇ

、

Ｄａｗｅｉ Ｇｕｏ

通过

Ｂｅｋｅｎ ＢＶＩ

间接持有公司

２４．０１％

股权

。

Ｈｏｎｇ Ｚｈｏｕ

、

徐伯雄

、

Ｗｅｎｊｉｅ Ｘｕ

为公司实际控制人

之一致行动人

，

公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司

４２．８３％

的股权

，

持股比例相对较低

。

本次发行完成后

，

公司总股本为不低于

１３８

，

７１３

，

５３４

股

，

公司实际控制人

直接和间接持有的公司股份比例进一步摊薄

。

由于股权结构较为分散

，

使得公

司有可能在发行上市后成为被收购对象

，

存在一定的控制权变更风险

。

尽管公

司通过股东出具股份锁定承诺等方式予以应对

，

有助于保证公司控制权及股

权结构在本次公开发行上市后的可预期期限内是稳定

、

有效存在的

，

但若上市

后潜在投资者通过收购控制公司股权或其他原因导致控股股东控股地位不稳

定或控制权发生变动

，

可能对公司的人员管理

、

业务发展和经营业绩等产生不

利影响

。

（

七

）

技术替代风险

？

集成电路设计行业技术更新速度较快

，

新技术层出不穷

，

不断为行业带来

变革

。

公司经过多年研发

，

已形成一定竞争优势

，

部分技术居于行业领先水平

。

但该行业仍在不断革新之中

，

且研发创新存在不确定性

，

不排除公司在新技术

的开发和应用上不能一直保持领先地位

，

或者某项新技术

、

新产品的应用导致

公司技术和产品被替代

，

从而对公司的市场竞争力带来不利影响

。

三

、

财务风险

（

一

）

应收账款回收风险

随着公司经营规模的扩大

，

公司的应收账款金额较高

。

报告期内

，

公司应

收账款账面净额分别为

９

，

７１４．６１

万元

、

１４

，

６７４．８４

万元和

１３

，

２３２．２６

万元

。

虽然公

司已经建立了严谨的应收账款管理体系

，

但是如果出现应收账款不能按期收

回或无法收回发生坏账的情况

，

将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不

利影响

。

（

二

）

存货跌价风险

公司存货主要由原材料

、

委托加工物资和库存商品构成

，

由于库存商品和

委托加工物资随着下游电子产品的预期需求订单波动而波动

，

因此报告期内

公司存货规模具有一定波动性

。

２０１６

年

１２

月

３１

日

、

２０１７

年

１２

月

３１

日及

２０１８

年

１２

月

３１

日

，

公司存货净额分别为

１４

，

６９２．５３

万元

、

７

，

６７８．７４

万元及

１６

，

１６３．２１

万元

，

占总资产的比例分别为

２６．７５％

、

１９．８９％

和

３０．１０％

。

未来

，

随着无线领域的集成

电路产品更新换代时间周期缩短

，

如果公司产品滞销

，

公司存货可变现净值下

降

，

可能给公司存货流动性带来一定的不利影响

。

（

三

）

汇率风险

公司部分产品采用美元结算

，

报告期内

，

公司因美元汇率波动产生的汇兑

损益分别为

１

，

０４６．９８

万元

、

－７１６．７９

万元以及

１

，

２２３．０８

万元

，

占同期利润总额的

比例分别为

９．１７％

、

－７．６０％

和

９．１５％

。

如果未来人民币对美元的汇率波动加大

，

将对公司业绩产生一定的影响

。

（

四

）

毛利率波动风险

公司产品种类丰富

，

同时具有较强的研发实力

，

在报告期内不断推出符合

市场需求的新产品

。

受公司产品结构变化及部分产品毛利率变化影响

，

公司综

合毛利率存在一定的波动

，

分别为

３６．４７％

、

３４．０３％

和

３９．３０％

。

未来如果行业竞

争加剧或公司无法通过持续研发完成产品的更新换代导致公司产品毛利率波

动

，

将对公司的业绩产生较大影响

。

四

、

与本次发行相关的风险

（

一

）

净资产收益率下降的风险

报告期内

，

公司加权平均净资产收益率分别为

３０．４４％

、

３２．８３％

和

３３．２８％

。

本次发行后

，

公司股本规模

、

净资产规模较发行前将大幅增长

，

而募集资金投

资项目从资金投入到产生经济效益需要一定的时间

。

因此

，

尽管公司业务和收

入预计将保持良好的成长性

，

但公司仍存在因净利润无法与净资产同步增长

而导致净资产收益率下降的风险

。

（

二

）

募集资金投资项目无法达到预期收益的风险

公司对本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于对无线射频芯片

行业发展趋势

、

终端市场环境

、

公司经营状况等因素的分析

，

如果募集资金不

能及时到位

、

市场环境突变或行业竞争加剧等不利情况发生

，

则公司有可能面

临该等项目收益未能达到预期收益的风险

，

以及公司有可能面临无法按原计

划顺利实施该等募集资金投资项目

。

五

、

重大合同

（

一

）

集成电路产品销售合同

截至

２０１８

年

１２

月

３１

日

，

发行人新增订立且正在履行

、

将要履行的

、

合同金

额超过人民币

２００

万元的销售合同如下

：

序号 销售方 客户 销售产品 合同总价 合同签订日期

１

博通集成 深圳市芯中芯科技有限公司 集成电路产品

９７９．４５８４

万元人民币

２０１８

年

９

月

３

日

２

博通香港 无限大国际

（

香港

）

有限公司 集成电路产品

１４９．１０８

万美元

２０１８

年

９

月

３

日

３

博通集成 深圳市芯中芯科技有限公司 集成电路产品

２９４．２０７

万元人民币

２０１８

年

１０

月

９

日

４

博通香港 无限大国际

（

香港

）

有限公司 集成电路产品

１０１．９２５

万美元

２０１８

年

１０

月

９

日

５

博通集成 深圳市芯中芯科技有限公司 集成电路产品

２８４．４３２

万元人民币

２０１８

年

１１

月

２

日

６

博通香港 聚波科技

（

香港

）

有限公司 集成电路产品

１５０

万美元

２０１８

年

１０

月

３１

日

７

博通香港 芯微星

（

深圳

）

科技有限公司 集成电路产品

３４２．０８７

万美元

２０１８

年

１２

月

２０

日

８

博通香港 无限大国际

（

香港

）

有限公司 集成电路产品

２２４

万美元

２０１８

年

１２

月

２１

日

９

博通集成 深圳市芯中芯科技有限公司 集成电路产品

４９９．３６

万元人民币

２０１８

年

１２

月

２４

日

（

二

）

晶圆采购合同

截至

２０１８

年

１２

月

３１

日

，

发行人新增订立且正在履行

、

将要履行的重大采购

合同

（

采购金额超过人民币

２００

万元

）

如下

：

序号 采购方 供应商 采购产品 合同总价 合同签订日期

１

博通香港 上海华虹宏力半导体制造有限公司 晶圆产品

１５４

万美元

２０１８

年

７

月

１０

日

２

博通香港 联华电子股份有限公司

（

台湾

）

晶圆产品

１７５

万美元

２０１８

年

８

月

３０

日

３

博通香港 中芯国际集成电路制造

（

上海

）

有限公司 晶圆产品

４８．５１

万美元

２０１８

年

９

月

３０

日

４

博通香港 中芯国际集成电路制造

（

上海

）

有限公司 晶圆产品

５５．４４

万美元

２０１８

年

１１

月

１６

日

５

博通香港 上海华虹宏力半导体制造有限公司 晶圆产品

６１．６

万美元

２０１８

年

１１

月

１２

日

（

三

）

委外加工合同

发行人及其子公司与提供封装测试业务的供应商签订了框架合同

，

合作

模式为发行人提供晶圆并根据实际需求向前述供应商发出订单

，

由其进行封

装测试并按发行人要求发货

。

截止

２０１８

年

１２

月

３１

日

，

发行人及其子公司无新增

的封装测试的委托合同

。

（

四

）

银行授信合同

２０１８

年

３

月

１２

日

，

发行人曾与上海银行股份有限公司浦东分行签订

《

综合

授信合同

》，

约定发行人在

２０１８

年

３

月

１２

日至

２０１９

年

２

月

１

日的授信有效期内可

申请使用的授信额度为

５

，

０００

万元人民币

。

截止

２０１８

年

１２

月

３１

日

，

公司尚未使用上述授信额度

。

六

、

对外担保

截至本招股意向书摘要签署日

，

本公司无对外担保

。

七

、

重要诉讼

、

仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日

，

公司及公司控股股东

、

实际控制人

、

子公

司

，

及公司董事

、

监事

、

高级管理人员和其他核心人员均不存在尚未了结的或

可预见的对公司产生影响的重大诉讼

、

仲裁事项

，

公司董事

、

监事

、

高级管理人

员和其他核心人员均未涉及刑事诉讼

。

深圳市中级人民法院于

２０１８

年

１０

月

３０

日受理了力同科技股份有限公司及

其子公司泉州力同科技有限公司

（

简称

“

力同

”）

诉发行人的发明专利侵权纠纷

案

。

力同以侵权为由要求法院判令被告立即停止制造

、

销售侵犯原告第

ＺＬ２００７１００７７１７８．６

号发明专利权的产品

、

赔偿原告截止至起诉之日的经济损

失

、

承担原告为制止侵权的合理费用及诉讼费用等

，

该诉讼目前尚未开庭审

理

。

根据国家知识产权局专利检索中心出具的专利检索报告

，

该专利的全部权

利要求

“

不具有创造性

，

不符合中华人民共和国专利法第二十二条第三款的规

定

”；

同时

，

根据第三方司法鉴定机构出具的司法鉴定意见书

，

相关技术特征

“

不相同且不等同

”

或

“

无对应技术特征

”，

公司产品不存在对该专利的侵权

。

公

司涉及纠纷的相关产品占比较小

，

不属于公司未来主营业务及产品布局方向

。

公司实际控制人也已出具承诺

，

如该事项未来给公司带来损失

，

相关损失由实

际控制人承担

。

上述纠纷不构成影响公司持续经营的重大诉讼

，

不会对公司构

成重大不利影响

。

第六节 本次发行各当事人和发行时间安排

一

、

本次发行的有关当事人

（

一

）

发行人

：

博通集成电路

（

上海

）

股份有限公司

法定代表人

：

Ｐｅｎｇｆｅｉ Ｚｈａｎｇ

住所

：

中国

（

上海

）

自由贸易试验区张东路

１３８７

号

４１

幢

１０１

（

复式

）

室

２Ｆ－３Ｆ ／ １０２

（

复

式

）

室

联系地址

：

中国

（

上海

）

自由贸易试验区张东路

１３８７

号

４１

幢

１０１

（

复式

）

室

２Ｆ－３Ｆ ／ １０２

（

复

式

）

室

联系人

：

李丽莉

电话

：

０２１－５１０８ ６８１１

分机

：

８８９９

传真

：

０２１－６０８７ １０８９

（

二

）

保荐人

（

主承销商

）：

中信证券股份有限公司

法定代表人

：

张佑君

住所

：

广东省深圳市福田区中心三路

８

号卓越时代广场

（

二期

）

北座

联系地址

：

上海市浦东新区世纪大道

１５６８

号中建大厦

２３

楼

保荐代表人

：

孙洋

、

王建文

项目协办人

：

张刚

经办人

：

鞠宏程

、

孙骏

、

韩非可

电话

：

０２１－２０２６ ６１９２

传真

：

０２１－２０２６ ２３４４

（

三

）

律师事务所

：

上海市锦天城律师事务所

负责人

：

吴明德

住所

：

上海市浦东新区银城中路

５０１

号上海中心大厦

１２

楼

经办律师

：

沈国权

、

张知学

、

程枫

电话

：

０２１－２０５１ １０００

传真

：

０２１－２０５１ １９９９

（

四

）

审计机构

：

立信会计师事务所

（

特殊普通合伙

）

执行事务合伙人

：

朱建弟

住所

：

上海市南京东路

６１

号

４

楼

经办注册会计师

：

孟荣芳

、

田华

、

廖君

电话

：

０２１－６３３９ １１６６

传真

：

０２１－６３３９ ２５５８

（

五

）

验资机构

：

立信会计师事务所

（

特殊普通合伙

）

执行事务合伙人

：

朱建弟

住所

：

上海市南京东路

６１

号

４

楼

经办注册会计师

：

孟荣芳

、

田华

、

廖君

电话

：

０２１－６３３９ １１６６

传真

：

０２１－６３３９ ２５５８

（

六

）

资产评估机构

：

银信资产评估有限公司

法定代表人

：

梅惠民

住所

：

嘉定工业区叶城路

１６３０

号

４

号楼

１４７７

室

经办注册资产评估师

：

冯元

、

石翊

电话

：

０２１－６３３９ １０８８

传真

：

０２１－６３３９ １１１６

（

七

）

证券交易所

：

上海证券交易所

住所

：

上海市浦东南路

５２８

号证券大厦

联系电话

：

０２１－６８８０ ８８８８

传真

：

０２１－６８８０ ４８６８

（

八

）

股票登记机构

：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所

：

上海市陆家嘴东路

１６６

号中国保险大厦

３

层

联系电话

：

０２１－５８７０ ８８８８

传真

：

０２１－５８８９ ９４００

（

九

）

保荐人

（

主承销商

）

收款银行

：【】

二

、

有关本次发行上市的重要日期

刊登发行公告的日期

【

●

】

年

【

●

】

月

【

●

】

日

开始询价推介的日期

【

●

】

年

【

●

】

月

【

●

】

日

刊登定价公告的日期

【

●

】

年

【

●

】

月

【

●

】

日

申购日期和缴款日期

【

●

】

年

【

●

】

月

【

●

】

日

发行股票上市日期

【

●

】

年

【

●

】

月

【

●

】

日

第七节 备查文件

序号 附件名称

１

发行保荐书

２

财务报表及审计报告

３

内部控制鉴证报告

４

经注册会计师核验的非经常性损益明细表

５

法律意见书及律师工作报告

６

公司章程

（

草案

）

７

中国证监会核准本次发行的文件

８

其他与本次发行有关的重要文件

博通集成电路（上海）股份有限公司

2019年3月25日

（上接A22版）


